证券代码：688028                                     证券简称：沃尔德
投资者关系活动记录表
	                                                      投资者关系活动类别
	☑特定对象调研        □分析师会议            □媒体采访
□业绩说明会          □新闻发布会            □路演活动
☑现场参观            ☑其他（券商组织的策略会）

	参与单位名称
	国泰基金
个人投资者3人
招银理财、利幄基金、西部证券、民生证券、汇添富、国金证券、国信证券、交银基金、华泰柏瑞、安信证券、东方财富证券、广发机械、国信机械、财通证券、中欧基金、瀛赐基金、民生证券、华源证券
中信建投、国新投资
中信证券、乾瞻资产、国器元禾、银叶投资、拾贝投资、东北自营、伟星资本、粒子跃动、个人投资者2人
部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。

	时间及地点
	9月15日（线上会议）08:30-9:30；（嘉兴沃尔德）10:00-11:00
9月16日（嘉兴沃尔德）10:00-11:00；
9月17日（嘉兴沃尔德）10:30-11:30；（中信证券嘉兴分公司）14:00-15:00

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理：陈继锋
副总经理、董事会秘书：陈焕超
证券事务代表/IR：沈李思

	投资者关系活动主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK2]风险提示：
本次交流涉及的行业预测、公司发展战略和经营计划、新产品研发及产业化安排、客户验证及订单预期等内容均为前瞻性陈述，不构成公司或公司管理层对投资者的业绩承诺或投资建议。相关事项受宏观环境、行业周期、技术迭代、市场需求、客户认证及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性决策，重点关注以下风险：
1、新产品、新项目研发及产业化风险：新产品、新项目从技术研发到产业化过程中，可能遇到研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误、技术成果转化不力以及工艺稳定性、产品良率、成本控制不达预期等不确定性；同时需要持续进行研发、工艺和设备投入，后续市场开拓及下游需求亦存在不确定性，可能无法如期为公司带来预期收益，对公司发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险。
2、金刚石微钻业务客户验证及市场拓展风险：公司金刚石微钻在PCB孔加工领域，尚处于市场拓展和客户验证阶段，客户认证周期、验证结果、批量供货稳定性、产品良率、成本控制及价格竞争力等均存在不确定性。前期验证取得进展，不代表未来必然获得批量订单或形成持续、规模化收入；如客户验证、市场导入或产业化进度不及预期，可能对公司相关业务发展和经营业绩产生不利影响。
3、金刚石功能部件业务特别是散热领域产业化风险：公司已将金刚石散热作为中长期重点研发方向，相关业务整体仍处于研发、验证或市场培育阶段，距离规模化收入尚有较大差距。若技术研发、产品迭代、客户验证、市场导入或订单转化不及预期，可能影响该业务的产业化进程和公司中长期经营业绩，敬请广大投资者客观认识该业务的产业化进程，注意投资风险。
4、技术路线迭代、市场竞争及投入风险：公司现有业务及产品，若出现其他材料或技术方案实现突破、下游客户技术路线调整、行业标准及认证要求变化、市场竞争加剧或产品价格下降等情形，可能对公司技术优势、客户导入、市场份额和盈利水平产生影响。同时，公司根据业务发展需要推进相关产能建设和投入，若后续订单获取、客户验证或产能爬坡不及预期，可能导致新增产能未能充分利用，并带来固定资产折旧、人员及运营成本上升等风险。
5、二级市场股价波动风险：目前公司金刚石微钻、金刚石散热等产品的市场关注度较高，相关业务尚处于验证或产业化推进阶段。二级市场股价受宏观经济、行业政策、市场情绪、资金流向等多重因素影响，可能出现较大波动，并存在股价与公司现阶段经营业绩、业务发展进度及盈利能力不完全匹配的风险。敬请广大投资者理性看待市场热点，审慎作出投资决策，注意投资风险。

Q:有观点认为，热丝法CVD路线制备的金刚石散热衬底存在“致密度不够、会掉渣”的问题，甚至可能造成“芯片污染”，这个观点是否准确？
公司认为该观点直接违背了材料科学的基本结论，混淆了失效现象的真实诱因。事实上，三类主流CVD多晶金刚石（热丝、直流喷射、微波）虽然因晶界存在而微观结构不同于单晶，但其结构致密，宏观密度实测值接近单晶金刚石的理论密度3.515g/cm³，孔隙率低于0.1%，硬度和耐磨性接近单晶水平。若材料内部存在明显孔隙，达到“掉渣”的程度，则其导热通路已被孔隙大幅截断，根本不可能达到行业标称的散热性能。
第一类诱因，是违背材料特性、不恰当的金属化工艺。金刚石化学性质虽然稳定，但在较长时间处于600℃以上时，镍、钴等铁族金属会成为强催化剂，促使金刚石表层发生石墨相变，直接导致金属镀层与金刚石基体的结合力丧失，最终出现镀层剥落。
第二类常见诱因，是激光加工后处理的缺失。金刚石经激光切割、刻槽后，加工面会形成亚微米级的石墨与非晶碳混合热影响层。若未通过酸蚀、氢或氧等离子体工艺彻底去除就直接进行金属化，会导致镀层附着于疏松碳层上，在后续工序中发生剥落。
第三类则来自客户端二次加工的工艺盲区。部分客户采购金刚石裸片后，会自行完成激光刻槽、研磨抛光等工序，却缺乏配套的工艺认知，未在加工后增加对应的刻蚀或酸洗步骤。加工残留的疏松碳层、磨料微粉会在后续流程中脱落，被误判为金刚石本体的“掉渣”问题。
因此，高质量的金刚石散热衬底产品，除了材料本身的性能，更需要与之高度匹配的后道精密加工与封装能力，前后工序的协同度，才是决定最终产品可靠性的核心变量。
Q:4-12英寸金刚石散热晶圆产品进展情况？
面向W2W领域的4-12英寸金刚石散热晶圆，整体进展较为顺利。依靠自主研发的大腔室热丝CVD设备，已实现12英寸金刚石散热晶圆高平整度、高良率的稳定生长，金刚石膜厚可调，总厚度偏差（TTV）小于20μm。目前与中国台湾多家晶圆代工及先进封测企业等直接或间接开展深度技术对接与产品送样验证等工作，同时国内芯片设计公司等也开始进行4-12英寸金刚石散热晶圆验证工作。
Q:单晶金刚石与多晶金刚石的差异点？
纯金刚石主要分为单晶与多晶两类，二者不同的晶格结构决定了其性能边界的差异。
单晶金刚石是由单一连续的金刚石型面心立方晶格构成的纯碳晶体。其中，碳原子通过sp³杂化共价键形成三维长程有序排列，这种独特的结构赋予了单晶金刚石高硬度、宽光谱高透过性和高热导率等优异性能。
多晶金刚石则是由纳米至微米级的金刚石晶粒通过晶界处的碳-碳共价键合形成的致密多晶材料。晶界是相邻晶粒间因晶格取向差异而导致的原子排列无序过渡区，其中包含位错及少量非晶碳相等结构缺陷。多晶金刚石的晶界特性由晶粒尺寸、键合强度以及缺陷密度共同决定。
单晶金刚石凭借其完整的晶格结构，具备了高硬度、良好的透光性和热导率等本征性能。而多晶金刚石通过晶界调控，获得了更优的断裂韧性，同时仍保留了大部分上述本征性能，并且兼具大面积制备能力与成本优势。二者的结构差异，构成了后续技术路线分化以及实际应用的材料学基础。
Q：金刚石微钻产在PCB加工领域订单落地情况？
目前，公司已与多家PCB厂商持续开展产品优化与验证工作，其中部分客户已进入商务谈判流程。公司同步推进产能建设，为后续订单交付做好准备。该业务目前尚处市场拓展初期，对公司当期业绩影响有限，请投资者注意投资风险。

	附件清单
	无

	日期
	2026年9月20日



